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              Shiima Electronics,Inc.
              パワーデバイスパッケージ
モジュールの試作、
評価お任せ下さい。

              お客様のイメージをカタチに致します。

            

          

          
            

            
              Shiima Electronics,Inc.
              半導体製品の試作、
評価お任せ下さい。
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              Shiima Electronics,Inc.
              設計・試作・評価サービスと
製品開発サポートにおいて
技術、知識、経験を集結し、
オンリーワンのサービスを提供致します。
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ピックアップ
      シーマ電子株式会社に関するピックアップコンテンツです。
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our service
半導体の評価・解析、試作、
部品実装・印刷、材料・設備調達は
シーマ電子にご相談ください
        設計・試作・評価・解析・製造などのサービスを提供しお客様の開発をサポートしていくこと、常に時代の先駆けとなる新商品をパートナーとともに開発していくこと、また、企業として、ビジネスを通じて環境問題に積極的に取り組み、社会に貢献していくことが、シーマ電子の“使命”であると考えています。

      

    

  

  
    	[image: 半導体評価・解析サービス]01_半導体評価・解析サービス各種信頼試験から試験後の解析まで一貫して対応いたします。

	[image: 半導体試作サービス]02_半導体試作サービス半導体の後工程に於ける各工程を、お客様のご要望に合わせ対応いたします。

	[image: 半導体部品実装・印刷サービス]03_半導体部品実装・印刷サービス高精度で信頼性の高い実装技術を駆使し、お客様の開発をサポートします。

	[image: 材料・設備調達サービス]04_材料・設備調達サービス高信頼性と低コスト化。今後の材料に求められる様々な製品をご提案いたします。



  




  
    
      
        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
        
      
    

    
      
feature
サービス
      お客様の開発をサポートできるよう、設計・試作・評価・解析・製造といった幅広いサービスをご用意してお待ちしております。
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about us
私たちについて
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      アイデアをカタチにする
創造力と提案力組立技術、評価技術、材料技術、加工技術、設計技術の融合と知識、経験、工夫、努力を集結し、オンリーワンのサービスを提供致します。
もっと見る
拠点一覧
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    	SDGs推進2024.04.02女子アルペンスキーヤー渡邉愛蓮選手 大会結果について
	採用関連2024.04.01新入社員入社のお知らせ
	SDGs推進2024.03.14UTYテレビ山梨の自然保護キャンペーンCMに協賛しています。
	プレスリリース2024.03.14真空貼り合わせ装置(JE4545B-HMV/常陽工学)を導入しました。
	SDGs推進2024.03.08「横浜健康経営クラスAA」に認定されました。
	採用関連2024.03.042025年度新卒採用のお知らせ
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      シーマ電子株式会社は御社の課題を解決いたしますシーマ電子株式会社のサービスに関するご相談やご意見など、何でもお問い合わせください。
お問い合わせ・資料請求
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	contact formお問い合わせ・お見積り依頼フォーム評価・調査の即日対応も承ります
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電話番号：045-260-1530
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